
作为国民经济和社会发展的战略性、基础性与先导性产业，我国集成电路产业自改革开放以来，发展迅速、成绩显著，产业化规模持续
扩大，技术水平和整体实力不断提升。20世纪70年代，国内半导体领域的研究和开发尚处于起步阶段。20世纪90年代初我出国考察，发
现马来西亚和新加坡等国的半导体产业均后来居上，强烈的责任感驱使我立志为中国微电子产业贡献一份力量。如今，我国集成电路产
业已经处于历史上规模最大、持续发展时间最长的高速成长时期，在面临机遇、快速壮大的同时，也承受着巨大的挑战。

“十一五”期间，我国集成电路产业规模持续扩大，产量和销售收入分别从2005年的265.8亿块和702亿元，提高到2010年的
652.5亿块和1440亿元；产业结构进一步优化，芯片设计、制造和封装测试3业并举，设计业比重逐年提高；企业实力明显增强，设计销
售收入过亿的企业达60多家。2010年，上海市8英寸以上集成电路芯片生产企业就有10家，全球前15位晶圆代工厂商排名中，中国
的中芯国际、华虹NEC、上海宏力等企业均榜上有名，合计晶圆产能45万片/月（等效8英寸晶圆）。

尽管“十一五”期间成绩显著，我国集成电路产业仍存在产业规模不大、持续创新能力不强等问题。今后5年，集成电路技术一方
面仍将沿“摩尔定律”继续发展；另一方面，产品功能将趋于多样化，新材料、新工艺、新结构和特色工艺器件，将引领微电子技术持续向
前。预计“十二五”末期，我国集成电路产业规模将再翻一番以上，关键核心技术及产品将取得突破性进展，一批具有国际竞争力的企
业也会相继涌现。为了实现上述目标，我们要努力实现以下4点。

1. 注重特色工艺发展。芯片制造业已按照“摩尔定律”持续发展了半个世纪，先进工艺制程以线宽为重要标志。线宽缩小不仅带
来物理特性上的极限，制造成本亦有所提高。对于国内制造企业而言，要在线宽上与国际先进企业竞争，难度很大。而在现有设备条
件下，8英寸平台上的特色工艺依然大有可为。因此，瞄准特色工艺将成为国内企业在现有条件下的必然选择。例如在8英寸的平台
上高端汽车电子芯片、SOI CMOS技术的高速低功耗元器件、基于CMOS技术的微机电系统、硅基光电芯片等技术，这些都需要具有
特色的先进工艺，且其产品都有较大的市场需求。因此，在国家重大科技专项和技改项目中，要进一步持续支持此类特色工艺的发
展。总之，发展特色工艺，将为国内设计企业提供先进可靠的制造服务，将为我国集成电路产业的发展注入新的活力。

2. 提升规模效应。集成电路制造业的规模效应十分显著，因而要在强调自主创新的同时，做大产业规模。要鼓励制造企业兼并
重组，扩大规模，在知识产权、技术、设备、采购、人力资源、市场条件等方面形成优势，达到规模经济效益。如近期上海华虹NEC和上
海宏力已经开始整合，合并完成后8英寸的制造能力将覆盖从0.35μm到90nm的各个技术节点，月产能达到13万片，规模位居全球
Foundry的前5位，综合经济效益将提高10%。华虹NEC是我国第1条8英寸集成电路生产线，注册资金86208万美元，已从单一的
DRAM产品生产转型为综合性代工生产经营模式，月产能从国家验收时的2万片提高到目前的9万片，2010年实现销售收入3.68亿
美元、利润 4900万美元。宏力半导体具有国内领先的 8英寸制造设备和技术，注册资金 9亿美元，目前月产能 4万片，工艺覆盖
0.25μm至90nm的技术节点，2010年，宏力实现销售收入2.4亿美元、盈利2500万美元。两家公司合并后的新公司将为国内设计企
业提供可靠的制造服务，从而生产出一系列贴合市场需求的集成电路产品，提高市场占有率，这不仅能提高企业的经济效益，也将为我
国集成电路产业再做新贡献。

3. 以服务国内设计业为重点。国外先进的生产线都以订单方式生产，国内设计企业近几年来发展迅速，实力明显增强，销售收入
过亿元企业有60多家，设计能力达到40nm，CPU、DSP、MCU、存储器等高端通用芯片技术取得重大突破，TD-SCDMA芯片、数字电
视芯片和信息安全芯片等SoC芯片产品也实现了规模量产。为此，各级政府要加大设计业与制造业发展的统筹力度，特别是支持制
造企业工艺 IP库的建设，使国内设计企业的产品能够在国内制造企业中流片。同时，要促进集成电路企业与整机制造企业配套发展，
不断提高我国信息产业中芯片的自给能力。

4. 防止盲目投资。近几年国际集成电路制造业进行了较大幅度的调整，由于技术落后及产能过剩等原因，国外的8英寸及6英寸
生产线已关闭数10条。某些企业欲向国内引进这些旧生产线，这不仅不符合产业技术发展趋势，还会对现有的国内市场造成严重冲
击，形成恶性竞争。国家应重点支持现有成熟的8英寸生产线和12英寸生产线发展，特别是要降低这些现有生产线进口国外先进设
备的成本，如免除此类企业的设备进口环节增值税等。

对于我国集成电路产业来说，引进是手段，创新才是目的。引进并非照搬，而是为了超越。要发展壮大
我国自主的集成电路产业，要把系统整机、集成电路设计与制造生产紧密结合起来，形成完整的集成电路产
业链，彻底改变集成电路80%依赖进口、而同时国内集成电路生产线的一多半生产能力依赖国外设计公司
的被动局面，建立自己的技术和管理团队，建立丰富的硅知识产权 IP库（包括器件模型和标准单元库）和稳
定的工艺流程（Base Line)，开拓市场，把我国的集成电路产业做强做大。
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上海微系统与信息技术研究所研究员。长期致力于离子束与固体相互

作用以及离子束材料改性、合成、加工和分析方面的研究工作。率先将

离子注入应用于半导体集成电路，独创了用二氧化碳激光背面辐照获得

离子注入损伤的增强退火效应；研制出我国第 1块 120门砷化镓门阵列

电路、第1批闪光全息光栅；研究SOI材料并制成CMOS/SOI电路，发展了

离子束增强沉积技术并合成了氮化硅、氮化钛薄膜。
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